Diese Arbeitsgénge kdnnen bei geddmpftem Tageslicht ausgefiihrt werden.

1.Belichten der Platinen mit unseren UV-Belichtungsgeraten

Den Film mit der Leiterbahnenansicht auf die Glasschelbe lagen. Die Schutzfolie von dem Basismaterial
Ziehen und dle mit Fotolack beschichtota Seite aut den Flim Tegen. Platine und Flim ausrichten und den
Deckel schlieBen. Belichtungsgsrat einschalten und den Ablauf des Zeitschalters (ca, § Min.) abwarten.

2.Entwickeln der belichteten Platinen

Zum Entwickeln wird eine Ldsung von 10 Natriumhydroxyd (Atznatron) pro 1 Liter Wasser bendtigt- Diese
Mischung muB gut aufgeidst sein, so daf keine Restpartike! in der Flussigkelt schwimmen, da diese wegen
threr konzentrierten Form auch den nicht belichteten Fotolack angreifen. Die Temperatur des Bades soll ca.
20 - 25 Grad haben. Das Entwickein kann in einer Klvette oder In elner Entwickisrschale geschehen. Dle
Platine wird #h das vorbereftate Entwickierbad gegeben und unter Bewsgung der Fllssigkeit 0der der Platine
das Abloser des durch das UV-Licht zerstdrten Fotolackes beobachtst. Dieses kann je nach Altsr des Basls-
materials 1 <2 ¥z Minuten dauern. Es solite jedentalls so lange entwickelt werden, bis das freigelegte Kupfer
vollkommen klar erscheint. Auch kleinste Schieier von Fotolack verhindern ein einwandfreles Atzen, Solte der
tzvargang nicht gleich im AnschiuB erfolgen, so muB die Platine mit idarem Wasser abgespiilt werden.

3.Awzen der Piatinen

2um Atzen der Platine kénnan verschiedene Chemikalien verwandst werden. Wir empfehien Rur unser Atzsul-
fat. Erstens wegen der problemiosen Handhabun? und zweitens wegeg der Haltbarkelt des Atzbehélters, Der
Kleber ist nich geﬂgen alle Chemikalien besténdlg. Dle Kivette des Atzgerates m;l mit der angegebenen
Menge Wasser gefulit und unter Umrihgen oder Einschalten der Luftpumpe das uifat (200 - g pro 1
‘Liter Wasser) zugeschiittet, Um kiirzere Azzelten zu erreichen und ein Unteriizen der Leiterbahnen zu varhin-
dern, werden die¢ Membranpumpen und der Hefzstab eingeschaltet und das Bad auf eine Temperatur von 40 -
45 Grad gebracht. Ist dle ange%ebene Termperatur errelcht, k&nnen dle Pl%nen in die Kuvette gehangt wer-
den. Der zugefithrte Sausrstoff bewirkt ebenfalls elne Beschleunigung des rganges, Durch die Tranepa-
rens der Glasscheiben und des Atzmediums ist der Ablauf gut zu becbachten, Sind die letzten Kupferreste
yerschwunden, sc mus die Platine herausgenommen und abgesputt werden. Ein zu langes Verbleiben in der
Atzfiissigkelt fihrt zu Unteréitzungen der Lefterbahnen. Ein Liter Atzldsung nimmt ca. 30 Gramm Kupfer auf.

4.B_ehandlung der gedtzten Platinen

Um ein Oxidieren der Kupferbahnen zu verhindern, kann die Platine mit unserem Lotlack, der im Tauchverfah-
i'(er'1t aufgetragen wird, einen Korrosionsschutz srhalten. Gleichzeitig ergibt der Lackfilm sine bessere Lotfahig-
it.



